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3階イベントエリア

分解展示

企業ブース
(22社）

2階出展ブースエリア入口

10:30-11:00 
半導体業界

ガイダンス

14:30-15:00 
半導体業界

ガイダンス ・17:00 ～        交流会受付開始 

・17:30～            iPhone分解ライブ* 

・18:15～            グループセッション 

・19:15～20:00 フリートーク(軽食付) 

        

交流会 【事前申込制 60名 】 
17:00-20:00

12:30-13:30
エンジニア

ピッチ

タイムテーブル

10:40～ 12:30-13:30 14:30～

11:00-17:00

11:00-17:00

文系向け 

60名限定！ 
ランチ付き♪ 
整理券要。 

＼普段見られない半導体が見れる／ 
最新の機器の分解展示で 
半導体の理解が深まる！ 
説明員付きで詳しく聞ける！ 
 
iPhone 17e (2026)/Galaxy S26 (2026)/ 
Lava Storm (2025)  
貴重なTesla車載コンピューターも！ 

 

 

 

 

 

＼幅広い業種の企業と出会える！／ 
企業情報・インターンシップ情報を収集しよう！  
 ★参加企業の業種★ 
  半導体製造装置 
  半導体材料 
  部品・コンポーネント（サブシステム） 
  搬送装置 
  半導体デバイス 
  半導体製造ファウンドリ  

 

 

半導体業界をもっと身近に。「見て・話して・触れる」リアル体験を1日に凝縮。 

企業研究 x 交流 x 学ぶ 

 
交流会に参加される方は、 
受付時にグループを案内します。 
受付後は会場内でリラックスして 
お待ちください。 
（ドリンク＆スナックあり♪） 
 
*iphone分解ライブだけ観覧したい
方は予約不要。 
当日気軽に参加いただけます。 

半導体業界研究イベント 
未来COLLEGE Summer 2026 

業界概要を 
事前に把握 

(30分) 

ここでしか聞け
ない話がある！ 

(30分) 

10：30～ 
来場チェックイン開始。 
QRコードを提示ください。 
エンジニアピッチの整理券配布。 
 


